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In kleiner Stiickzahl verfiigbar und bezahlbar
soll Fan-out Wafer Level Packaging werden
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Eine neue Losung, die als Entwicklungspaket fiir
digitale Cockpits eingesetzt werden kann

INHALT

925

Fliissigkristallpolymer (LCP), ein ther-
moplastisches dielektrisches Folienma-
terial mit hoher chemischer Bestidndig-
keit und geringer Warmeausdehnung,
ist bestens geeignet als Substratmaterial
und Ummantelung fiir kleine miniaturi-
sierte Elektronikmodule

Elektrochemische Druckprozesse bieten deut-
liche Vereinfachungen und Kostenreduktionen

Autonome E-Fahrzeuge schneller und effizienter entwickeln 864
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Litzenschweiflen mit Ultraschall gilt immer dann als Mittel der Wahl,
wenn zuverlssige elektrische Verbindungen erforderlich sind

Ultra-HD 4K: Mit 8 statt 2 Megapixeln ein hervorragendes Inspektions-
Werkzeug fiir Mikroprodukte und sehr feine Merkmale auf Bauteilen

Die Fertigung der Zukunft wird
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Hochste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fur
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir lhre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (016352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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The Enterprise

Neue Aktivititen sollen die Stirken des sichsischen Hightech-Okosys-

tems auf den Gebieten der Mikroelektronik, der Expertisen zur Kiinstli-
chen Intelligenz (KI), drahtloser Kommunikation und Software mit der

Innovationskraft engagierter Entwickler und Griinder verbinden
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Der Leiterplatten-Spezialist CONTAG
fertigt Leiterplatten-Prototypen fiir die
Elektronikindustrie.

High-Tech im Express
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